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Abstract (en)
The section has a number of contact points (33,34) which are formed preferably using a thermal compression machine. The contact points are used
for positioning of a conductor (44). The planar circuit (30) is preferably of microstrip type. At least one conductive link (32) is coupled to the end of
the conductor. The same access is used for both the contact points and the conductive link. A hermetic window is formed in the waveguide.

Abstract (fr)
L'invention concerne une transition entre un guide d'ondes à crête (10) et un circuit planaire (30) sur lequel est prévu un conducteur (44). La
transition comporte au moins une liaison conductrice (32) reliant l'extrémité de la crête au conducteur (44) entre deux points de contact (33, 34).
Selon l'invention, les points de contact (33, 34) sont en regard d'un même accès (35) prévu pour la mise en place de la liaison conductrice (32). Il
est ainsi possible de réaliser industriellement ces points de contact (33, 34), à l'aide d'une machine à thermo-compression par exemple. <IMAGE>
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